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Die neue Leiterplattenoberflache EPAG (Electroless Palladium, Autocatalytic Gold) betritt voraussichtlich im 3. Quartal 2014 den
Leiterplattenmarkt und wird dann kommerziell erhéltlich sein. Die Erstinstallation erfolgt bei der APL Oberflachentechnik GmbH in Lorrach.
EPAG wird von Atotech unter dem Handelsnamen Palla-Bond vertrieben. In der Maiausgabe wurde Uber die Griinde fur die Entwicklung der
PallaBond (EP/EPAG)-Oberflache und den Einsatz bei der Firma APL berichtet. Zudem wurden erste Ergebnisse zum Thema Bonden,
Thermokompressions-Bonden, Feinstleiter, Hochfrequenz und Loéten auf der PallaBond-Oberflache gezeigt. Im zweiten Teil wird Uber die
Eignung der PallaBond-Oberflache fir Flex-Leiterplatten, die Oberflachentopografie, die Harte, die Porositat, die Schichtdickenverteilung von
Palladium und von Gold sowie (ber die Vorteile des PallaBond-Prozesses berichtet.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

ermafigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt



https://www.leuze-verlag.de/components/com_virtuemart/assets/images/vmgeneral/noimage.gif
https://www.leuze-verlag.de/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=703&virtuemart_category_id=11&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

